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支持串行外围设备接口（SPI）的物联网贴片 SIM卡技术要求 

1 范围 

本文件规定了支持串行外围设备接口（SPI）的物联网贴片SIM卡技术要求，包括技术架构、硬件

要求、软件要求等。 

本文件适用于支持串行外围设备接口（SPI）的物联网贴片SIM卡的研发、设计、测试等活动。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 16649.1—2006  识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分：物理特性 

GB/T 16649.3—2006  识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分：电信号和传输协议 

GPC SPE 025 GlobalPlatform  卡技术  非接触式服务  卡规范  v2.3 修订案  C 版本 1.2

（GlobalPlatform Card Technology Contactless Services Card Specification v2.3 Amendment C Version 1.2） 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

集成电路  integrated circuit 

将处理和/或存储功能集成在一个芯片上的电子器件。 

3.2  

节点地址  node address 

起始域中的一个子域，它指明某个块的目的和源节点地址以及VPP状态控制。 

3.3  

协议控制字节  protocol control block 

起始域中的一个子域，它包含传输控制信息。 

4 缩略语 

下列缩略语适用于本文件。 

HD：主设备（Hosting Device） 
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SE: 安全单元（Secure Element） 

SIM：用户识别模块（Subscriber Identity Module） 

SMD：表面贴装器件（Surface Mount Device） 

SS：从选择（Slave Select） 

5 技术架构 

物联网贴片SIM卡技术架构主要分为四层，包括硬件接口层、通道管理层、系统层和应用层。硬件

接口层提供物理连接和数据传输的支持，通道管理层管理通信通道和安全认证，系统层提供核心功能和

数据存储，应用层提供具体的功能和服务。具体如图1所示。 

硬件接口层

通道管理层

系统层

应用层

 

图1  物联网贴片SIM卡技术架构 

本文件仅对硬件接口层和通道管理层作出规定，其中： 

——硬件接口层是 SIM 卡与设备之间的物理连接接口。它定义了 SIM 卡与设备之间的电气特性、

通信协议和机械尺寸。常见的硬件接口包括 7816 接口、SPI 接口和其他接口。硬件接口层的

主要功能是提供物理连接和数据传输的基本支持，确保 SIM 卡与设备之间可以进行正常的通

信； 

——通道管理层位于 SIM 卡和系统层之间，负责管理与 SIM 卡之间的通信通道。通道管理层定义

了 SIM 卡与设备之间的通信协议和数据传输方式。它支持数据的读取、写入和应用操作的执

行。通道管理层还负责处理 SIM 卡的安全认证和加密解密等安全相关的功能； 

——系统层是 SIM 卡的核心部分，提供 SIM 卡的基本功能和服务。系统层包括 SIM 卡文件系统、

运算逻辑和数据存储等组件。SIM 卡文件系统用于存储和管理 SIM 卡中的应用和数据，类似

于一个小型的文件系统。运算逻辑层包括 SIM 卡上的处理器和运算单元，用于执行应用程序

和算法。数据存储层用于存储 SIM 卡的用户数据、密钥和安全认证信息等； 

——应用层是 SIM 卡中的最高层，提供各种具体的功能和服务。应用层包括不同的应用程序和服

务，如电话簿、短信、移动支付、身份认证等。每个应用程序都有自己的应用标识和安全机

制，通过与系统层和通道管理层的交互，实现各种功能和服务的提供。 

6 硬件要求 

6.1 物理尺寸及管脚 

本文件定义的支持SPI接口的物联网贴片SIM卡片应为SMD贴片卡封装，物理尺寸为5mm*5mm，厚

度为0.7mm～0.8mm，如下图2所示。 
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图2  SIM卡尺寸 

支持SPI接口的物联网贴片SIM卡有32个管脚，包括CLK、RST、VCC、GPIO、GND、SIO等，管

脚对应关系如表1所示。 

本文件定义的支持SPI接口的物联网贴片SIM卡片还可以有其他尺寸封装，至少需要支持7816管脚

（CLK/RST/IO/VCC/IO/GND）和SPI管脚（MOSI/MISO/CLK/SSN），可选支持SPI-IRQ管脚。 

表1 管脚 

管脚号 管脚名称 类型 

1～5 NC -- 

6 S7816_CLK -- 

7 S7816_RST -- 

8 VCC VCC 

9 NC -- 

10 GPIO0 IO（SPI_MOSI） 

11 GPIO1 IO（SPI_MISO） 

12 GPIO2 IO（SPI_CLK/I2C_SCL） 

13 GPIO3 IO（SPI_SSN/I2C_SDA） 

14～16 NC -- 

17 GND GND 

18 NC -- 

19 S7816_SIO IO 

20～32 NC -- 

6.2 SPI接口要求 

6.2.1 基本要求 
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支持SPI接口的物联网贴片SIM卡应支持SPI接口。 

串行外设接口SPI（Serial Peripheral Interface）是一种同步串行数据链路，可提供全双工通信。设备

可以主/从模式通信，主机通过发送数据启动通信，而从机能够同时发送数据。在本文件中，SPI接口仅

用于半双工通信。 

可能存在多个从设备，每个设备都使用单独的从选择线（SS），但本文件仅描述了一个主设备和

一个从设备之间的通信；主机设备（HD）充当主设备，安全器件（SE，本文件是指贴片SIM卡）充当

从设备。 

6.2.2 物理层 

SPI总线规定了四种强制性物理信号/线，如图3所示，其中： 

——SCL 线：串行时钟（从 HD 输出）； 

——MOSI 线：Master Out/Slave In（HD 输出）； 

——MISO 线路：Master In/Slave Out（从 SE 输出）； 

——SS 线：Slave Select（低电平有效，HD 输出）； 

——可支持 SPI-IRQ 物理线路。 

 

图3  SPI总线示意图 

如果SPI-IRQ存在，SE可使用SPI-IRQ线通知HD已准备好发送数据，因为只有HD（主设备）可以

启动通信。如果SPI-IRQ线不可用，HD会轮询SE以获取传入数据。 

6.2.3 信号约定 

SPI通信应使用“模式0”配置，具体要求如下： 

——SPI 时钟极性位(CPOL)应为 0（非反相时钟），表明时钟的空闲状态为低并且触发在上升时钟

信号（选择高电平有效时钟）时启动； 

——SPI 时钟相位(CPHA)应为 0，表明数据采样发生在 SCL 信号的上升时钟信号上。数据信号设

置在片选和下降时钟信号； 

——SCL 频率不得超过 CIP 定义的最大时钟频率(MCF)。如果 HD 不知道使用哪个 MCF（例如尚

未检索到 CIP），则应使用定义的默认最大时钟频率（DMCF），默认最大时钟频率为

1000kHz； 

——在单个 SPI 访问期间通过 MOSI 或 MISO 信号传输的位数应为 8 的倍数； 

——应首先发送最高有效位(msb)。 

6.2.4 数据传输 

当HD发起数据传输，并且在与SE交换数据之前它应该选择SE，即HD应该下拉SS线并在SCL线上

提供适当的时钟信号。 
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当HD需要向SE发送数据时，它应在MOSI线上提供，可以忽略在MISO线上接收到的数据。反之，

当HD需要从SE接收数据时，需要在MOSI线上提供填充字节，并在MISO线上读取接收到的数据。 

当SE向HD发送数据时，它应在MISO线上提供，并忽略在MOSI线上接收到的数据。反之，当SE需

要从HD接收数据时，需要在MISO线上提供填充字节，并在MOSI线上读取接收到的数据。 

一旦所有数据都按预期交换完毕，HD将停止时钟信号并取消选择SE。上述规则如图4所示。 

 

图4  SPI数据传输示意图 

其中： 

——“msb”表示传输数据第一个字节的最高有效位的位置； 

——“lsb”显示最后一个字节的最低有效位的位置； 

——“tss”是在启动时钟信号和传输数据的第一位之前、有效 SS 线后主机在应等待的最短时间。

它的值超出了本文件的范围； 

——“tds”是主机在数据的最后一位传输后、取消有效 SS 线（即取消选择从机）之前应等待的最

短时间。它的值超出了本文件的范围。 

6.2.5 数据分段/SPI 分段 

SPI总线用于传输定义了数据流控制的数据链路层模块。第一级数据流控制是通过交换SPI片段在物

理层实现的。一个数据块可能被分割成多个SPI片段。数据的分段取决于需要交换的数据的大小和SE访

问长度(SEAL)。 

当HD需要与SE交换数据（发送或接收）并且此类数据的长度超过SEAL字节时，HD应分段和交换

数据，以便每次SPI访问期间传送的字节数不超过SEAL的最大值字节（在每个方向）。HD应该最大化

每个SPI访问传输的字节数，以最小化SPI访问的数量。此外，HD应在两次连续的SPI访问之间暂停一段

SE保护时间(SEGT)，数据分段过程如图5所示。 

 

图5 SPI数据分段 

6.2.6 半双工使用 
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SPI总线允许全双工模式操作，但本文件不使用此类功能，数据仅由数据链路层以半双工模式进行

通信， HD和SE会交替发送数据链路层块。 

6.3 7816接口要求 

7816接口应符合GB/T 16649.1—2006要求。 

7 软件要求 

7.1 SPI协议要求 

7.1.1 概述 

数据链路层使用第6.2节中描述的物理层在HD和SE之间传输数据块。此类数据块只能由HD和SE交

替发送（即半双工通信），并且可传送应用数据或传输控制数据。数据链路层应实现的协议与7816-3

协议中描述的T=1协议非常相似，因此简称为T=1'。 

7.1.2 T=1’协议要求 

T=1'协议建立在GB/T 16649.3—2006中描述的T=1协议之上，应具有以下差异： 

——块结构中数据域长度为 2 字节，T=1 数据域长度为 1 字节； 

——块结构中的 NAD 域定义有区别； 

——块结构中的校验用的 2 字节 CRC； 

——S 帧（IFS XXX）可以包含 1 或 2 字节； 

——增加了 S 块定义； 

——缺省的 IFSC(从机块大小)是 8 字节，如果 HD 在不知道 IFSC 时，使用该默认值。这个值足够

HD 发送一个 S 块（CIP 请求）来获取更合适的 IFSC 值； 

——缺省的 IFSD(主机块大小)是 64 字节，如果 SE在不知道 IFSD 时，使用该默认值。这个长度可

以发送最长的 CIP。HD 可以发送一个 S（IFS 请求）块来为通信的其余部分声明一个更合适的

IFSD 值； 

——没有硬件复位，只有软件复位，通过新定义的 S（SWR XXX）块实现。 

在GB/T 16649.3-2006里描述的无差错操作规则、错误处理规则和示例场景仍然适用。但是当执行

“热复位”时，T=1'协议应该尝试交换S(SWR xxx)块。 

7.1.3 块结构要求 

T=1'协议使用的通用块结构应与T=1协议相同；然而，LEN字段编码为2个字节，如表2所示。 

表2 块结构 

Prologue Field （mandatory） Information Field（optional） Epilogue（mandatory） 

NAD（1byte） PCB（1byte） LEN（2byte） INF（LEN bytes） CRC（2byte） 

 

LEN和CRC字段应首先发送其最高有效字节（即大端顺序）。 

例如，传输14字节APDU命令（包括Le字段）并具有0xBDA4的CRC值的块将按照表3中的指示进行

编码。 

注：NAD和PCB值可能会有所不同，CRC值也会相应变化。 
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表3 块结构样例 

NAD PCB LEN[0] LEN[1] INF CRC[0] CRC[1] 

‘21’ ‘40’ ‘00’ ‘0E’ ‘00A40400 08 A000000151000000 00’ ‘BD’ ‘A4’ 

 

块结构包括节点地址字节（NAD）、协议控制字节（PCB）、长度（LEN）、信息（INF）、结语

（Epilogue）字段，各字段格式要求如下。 

a) 节点地址字节（NAD）字段格式 

NAD字段指定块的源和预期目的地址，如表4所示。 

表4 NAD字段格式 

Destination Address (DAD) Source Address (SAD) 

8 – 5b 4-1b 

 

NAD值的编码应适用以下规则。 

1） HD 和 SE 应分配不同的地址，因此 DAD 和 SAD 值不同。 

2） 为了便于检测 NAD 字节（即块的开始与非重要字节），地址 0000b 和 1111b 是禁止的，

因此禁止用于 DAD 和 SAD。 

3） 如果 SE 知道自己的地址和/或 HD 的地址，那么它可以检查 DAD 和/或 SAD 值，如果其

中任何一个无效则拒绝该块。 

4） 如果 SE 不知道自己的地址，那么为了构建传出块的 NAD 值，SE 应重新使用并反转从

HD 接收的最后一个块的 DAD 和 SAD 值。 

对于涉及单个主机和单个从机的配置，本文件宜使用以下地址。 

1） 0001b：主机设备（HD）。 

2） 0010b：安全元件(SE)。 

b) 协议控制字节（PCB）字段格式 

PCB字段定义块的类型并包括传输控制数据。T=1'协议引入了以下新的块类型。 

1） S（CIP 请求）：请求 SE 返回 CIP。 

2） S（CIP 响应）：回答包含 CIP 的 S（CIP 请求）块。 

3） S（释放请求）：释放 SE，即 HD 表示此时不介意 SE 进入省电模式。 

4） S（释放响应）：确认一个 S（RELEASE 请求）块。 

5） S（SWR 请求）：请求 SE 执行通信接口的软件复位。发送此请求时，HD 还应重置 N(S)

位并丢弃任何块链接信息。SE 对该请求的确切解释超出了范围。 

6） S（SWR 响应）：软件复位后确认 S（SWR 请求）块。 

PCB域的编码如表5所示： 

表5 PCB域的编码 

Type Sub-Type b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 

I-Block Application Data 0 N(S) M-bit 0 0 0 0 0 

R-Block Error-free acknowledgement 1 0 0 N(R) 0 0 0 0 

CRC error 1 0 0 N(R) 0 0 0 1 

Other error 1 0 0 N(R) 0 0 1 0 
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表 5  PCB域的编码（续） 

Type Sub-Type b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 

S-Block RESYNCH request 1 1 0 0 0 0 0 0 

RESYNCH response 1 1 1 0 0 0 0 0 

IFS request 1 1 0 0 0 0 0 1 

IFS response 1 1 1 0 0 0 0 1 

ABORT request 1 1 0 0 0 0 1 0 

ABORT response 1 1 1 0 0 0 1 0 

WTX request 1 1 0 0 0 0 1 1 

WTX response 1 1 1 0 0 0 1 1 

CIP request 1 1 0 0 0 1 0 0 

CIP response 1 1 1 0 0 1 0 0 

RELEASE request 1 1 0 0 0 1 1 0 

RELEASE response 1 1 1 0 0 1 1 0 

SWR request 1 1 0 0 1 1 1 1 

SWR response 1 1 1 0 1 1 1 1 

Reserved for future use 1 1 x 1 0 x x x 

Reserved for proprietary use 1 1 x 1 1 x x x 

 

c) 长度（LEN）字段格式 

LEN字段编码的是块的INF字段的长度。以下值应被接收方视为无效。 

1） 超过接收器当前 IFS 值的值（即 SE 的 IFSC、HD 的 IFSD）。 

2） 超出“0FF9”的值(4089)。 

d) 信息（INF）字段格式 

INF字段的内容取决于块类型，如表6所示。 

表6 INF字段格式 

Type Sub-Type Information Field Usage 

I-Block Application Data Application Data 

Error-free acknowledgement Not Present 

CRC error Not Present 

Other error Not Present 

S-Block RESYNCH request Not Present 

RESYNCH response Not Present 

IFS request 1- or 2-byte IFS value (see explanations below) 

IFS response Same INF field as preceding S(IFS request) 

ABORT request Not Present 

ABORT response Not Present 

WTX request 1-byte integer value multiplier of BWT 

WTX response Same INF field as preceding S(WTX request) 
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表 6  INF字段格式（续） 

Type Sub-Type Information Field Usage 

S-Block CIP request -- 

CIP response Communication Interface Parameters (see section 6.1.3) 

SWR request Not Present 

SWR response Not Present 

RELEASE request Not Present 

RELEASE response Not Present 

 

对于S（IFS请求）块的INF字段： 

1） 从'01'到'FE'的值应在 1 个字节上编码； 

2） 从'00FF'到'0FF9'(4089)的值应按 2 个字节编码（MSB 在前）； 

3） 超出“0FF9”(4089)的值无效。 

e) 结语（Epilogue）字段格式 

该字段是块的错误检测代码。在本文件中，将使用2字节的CRC。CRC只能有效地保护(2^15-1)

位（包括其自身）免受1、2和3位的损坏。因此，此协议中INF字段的大小限制为最大值“0FF9”

（4089）字节。 

7.1.4 通讯接口参数要求 

CIP包含HD用于与SE通信的通信接口参数（即物理层和数据链路层参数）以及历史字节。 

为了获取SE的CIP参数，HD应发送一个S（CIP请求）块并接收一个包含下部分中描述的CIP结构的

S（CIP响应）块。 

任何时候可以使用此过程（在开机时或软复位后使用）。 

在以下部分中，所有数值都编码为无符号整数。 

a) CIP-通用结构 

CIP的通用结构，如表7所示。 

表7 CIP-通用结构 

名称 长度（字节） 描述 

PVER 1 Protocol Version, This version of the specification defines version '01' of the protocol 

Length of IIN 1 Length of Issuer Identification Number 

IIN 3-4 Issuer Identification Number (according to (7812-1], BCD encoded) 

PLID 1 Physical Layer ID: 01' for SPI / 02' for I2C 

Length of PLP 1 Length of Physical Layer Parameters 

PLP Var. Physical Layer Parameters 

Either data describing the SPI Physical Laver, as defined in Table 10，or data describing 

the 12C Physical Layer. 

Length of DLLP 1 Length of Data Link Layer Parameters 

DLLP Var. Data Link Layer Parameters: See table 9. 

Length of HB 1 Length of Historical Bytes (Max. 32 bytes) 

HB Var. Historical Bytes 
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在这个版本的协议中，CIP结构的总长度不得大于64字节。此要求与第7.1.2节中定义的默认

IFSD值兼容。 

b) CIP-数据链路层参数（DLLP） 

数据链路层的CIP参数，如表8所示。 

表8 CIP-DLLP 参数 

名称 长度（字节） 描述 

BWT 2 块等待时间（ms） 

IFSC 2 Maximum Information Field Size of the SE（字节为单位） 

 

如果HD不知道要使用哪个BWT值（例如，尚未检索到CIP），它应使用300ms的默认BWT值

（DBWT）。 

为了与更高版本的协议（如果将来有定义）实现一定程度的兼容性，HD实现应接受更多数据

（上表中未描述）出现在数据链路层参数的末尾并忽略这些数据。 

c) CIP–物理层参数（PLP） 

数据链路层的PLP参数，如表9所示。 

表9 CIP-PLP 参数 

名称 长度（字节） 描述 

Configuration 1 Reserved For Future Use 

PWT 1 Power Wake-Up Time 

MCF 2 Maximum Clock Frequency（in kHz; 见6.2.3） 

PST 1 Power Saving Timeout (in ms; 见7.1.5) 

MPOT 1 Minimum Polling Time (multiple of 100us; 见注2) 

SEGT 2 Secure Element Guard Time (in us; 见6.2.5) 

SEAL 2 Maximum SE Access Length (in bytes; 见注3) 

WUT 2 Wake-Up Time (in us; 见6.2.6) 

注1：为了与更高版本的协议（如果将来有定义）实现一定程度的兼容性，HD实现应接受更多数据（上表中未描述）

出现在物理层参数的末尾并忽略此类数据。 

注2：如果不使用轮询机制，则MPOT应设置为“00”。 

注3：设置为“FFFF”的SEAL值应被解释为SE利用直接内存访问(DMA)，这意味着HD可以在每次SPI访问时虚拟地发

送任何数量的数据。在这种情况下，SE可以相应地指示适当的SEGT值。 

 

7.1.5 省电模式要求 

SE可以决定进入省电模式以节省电池（通常是主机设备电池）。SE实现进入这种模式的条件通常

取决于定义有关性能、可用性、电池节省等要求的高级应用用例。因为可能无法捕获一组适合所有使用

的此类条件，在某些情况下，本文件承认特定SE实现可能会根据专有策略决定进入省电模式这一事实。

然而，本文档为SE指定了以下可互操作的策略： 

a) SE 只能进入省电模式：在收到 S（RELEASE 请求）块并返回相应的 S（RELEASE 响应）块

之后，或者如果 HD 在以下任何事件后没有发送任何新的数据链路层块，则超时后： 

1） 启动完成（上电时） 
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2） SE 返回了一个 R-block 或 S-block（包括 S（SWR 响应））。 

3） SE 返回一个 I-block 完成发送 APDU 响应（如果使用 APDU 链接，则返回链的最后一个

APDU 响应）。 

虽然SE仅在满足上述条件之一时才会进入省电模式，但SE可能会选择不这样做（即即使满足

上述条件）。 

如果超时适用（见下文），HD可能会选择在达到超时之前发送S（RELEASE请求）块，即为

SE提供更早进入省电模式的机会。 

b)  SE 应指示适用的节能超时值(PST)作为 CIP 的一部分（参见第 6.1.3 节）。 

1） 如果超时值设置为“00”，则 SE 表示它实际上可以随时进入省电模式。实施专有政策的

SE 应指示此值。假设 HD 实现知道并可以调整其行为以适应这种专有策略。 

2） 如果超时值设置为“FF”，则 SE 表示它不使用此超时值，因此只能在收到 S（RELEASE

请求）块时进入省电模式。 

3） 任何其他值（从“01”到“FE”）应理解为有效的超时值。请注意，HD 在测量超时时应

应用一些余量。 

上电后，如果HD期望SE执行上述互操作策略并且不知道适用的超时值（例如，尚未检索到

CIP），则它应假定SE可能已经进入省电模式。 

如果SE实施专有的节电策略（或仅根据上述可互操作策略部分运行），HD将对此类专有策略

有足够的了解以调整其自身的行为。 

假设进入或退出省电模式对数据链路层的通信参数（例如N(S)位、M位、N(R)位）没有影响。 

7.2 7816协议要求 

7816协议应符合GB/T 16649.3—2006要求。 

7.3 SPI/7816接口并发要求 

7.3.1 基本要求 

SPI接口和7816接口应能独立运行互不影响。SPI接口和7816接口指令交叉执行时，应互不影响。如

果两个接口同时收到指令，应优先处理7816接口指令，再处理SPI接口指令。7816接口热复位时不应影

响SPI接口功能。SPI接口接收数据应支持DMA接收。 

7.3.2 SPI接口权限可控制 

SPI 接口访问控制权限主要用于限制 SPI 接口上的应用运行，只有指定的应用才允许在 SPI 接口上

激活。该功能在 GPC SPE 025 规范的基础上进行扩展，实现细节如表 10。 

表10 EF 参数 

Tag length value 

‘EF’ var Tag length value 

-- -- ‘A0’ var Tag length value 

-- -- -- -- ‘A5’ var Tag length value 

-- -- -- -- -- -- ‘80’ 1 Communication Interface Access Restriction 

-- -- -- -- -- -- ‘81’ 1 Communication Interface Access Default 

-- -- -- -- -- -- ‘82’ 1 Communication Interface Access per Instance 
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其中Tag ‘80’、‘81’、‘82’扩展如表11： 

表11 通信接口标识符 

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 Communication Interface 

1 -- -- -- -- -- -- -- 接触界面 

-- 1 -- -- -- -- -- -- 非接界面 

-- -- -- -- 1 -- -- -- SPI界面 

-- -- -- -- -- -- -- -- RFU 

 

扩展上述Tag后有2种方式设置应用为SPI界面上可激活： 

a） 方法1：安装辅助安全域，设置其‘80’和‘81’Tag为SPI界面可激活，后续该辅助安全域下

关联的所有应用默认在SPI界面可激活。 

b） 方法2：应用安装时安装参数中‘EF/A0/A5/82’Tag的bit4设置为1，表示该应用在SPI界面可激

活使用。 

其他情况下，如应用的安装参数中不带‘EF/A0/A5/82’Tag，或者带有该Tag但是bit4设置为0时则

该应用无法在SPI界面激活。 

对安装参数的修改和获取遵循标准GP规范要求。 

7.3.3 多逻辑通道 

SPI/7816接口，每个接口有独立的通道信息，每个物理通道至少包含4个逻辑通道。 

SPI接口要求支持1个基础逻辑通道和3个辅助逻辑通道。基础逻辑通道上默认选择ISD。 

应用安装时的隐式选择参数“CF”对SPI接口无效。 

7.3.4 电压设置 

为保证7816和SPI接口通信的稳定性，终端应确保7816和SPI接口信号电平的一致性。 
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附  录  A  
（资料性） 

支持串行外围设备接口（SPI）的物联网贴片 SIM卡应用场景 

A.1  业务场景 

物联网贴片SIM卡是一种集成电路芯片，用于提供通信和身份验证功能。它通常用于物联网设备中，

以便这些设备能够连接到移动通信网络,如图A.1所示。 

 

图A.1  物联网贴片SIM卡使用场景 

物联网终端通常由以下几个主要组件构成： 

——通信单元：物联网终端中的通信单元负责处理与移动通信网络之间的通信。它可能包含移动

通信协议栈、调制解调器和射频前端等组件，以便与网络进行通信。 

——MCU（Microcontroller Unit）：MCU 是物联网终端中的微控制器单元。它是一种具有处理能

力和控制功能的芯片，用于执行各种任务，例如管理通信单元和与物联网设备的接口通信。 

——贴片 SIM 卡（Subscriber Identity Module）：SIM 是物联网终端的核心组件，它存储了与设备

相关的身份验证和安全信息。SIM 中包含一个智能芯片，其中包含存储器和处理器，用于存

储和处理与设备身份相关的数据。 

——通信单元与 SIM 之间通过 7816 接口进行通信。7816 接口是一种通信协议标准，用于智能卡

（如 SIM 卡）与读卡器之间的通信。它定义了卡片和读卡器之间的电气和传输特性，以及通

信协议规范。 

——MCU 与 SIM 卡之间通过 SPI（Serial Peripheral Interface）进行通信。SPI 是一种串行通信接口

标准，用于在微控制器和外部设备之间传输数据。它支持全双工通信，通过使用时钟信号和

多个数据线传输数据。应符合 SPI 协议要求和接口并发要求。 

通过这样的架构和通信方式，物联网贴片SIM卡能够处理与移动通信网络的通信，并与物联网设备

进行数据交换。它提供了设备身份验证、数据加密和安全访问等功能，以确保物联网设备的安全性和可

靠性。
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